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Abstract of DE1 0051 938 

An arrangement comprises a substrate (1 ) 
attached to a carrier element (3) by means of 
an adhesive layer (2) which incorporates 
additronal elements (4) containing gas. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG »st gestellt 

@ Anordnung mit einem Substrat und einem Trager 

(§) Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einem Sub- 
strat und efnom Trager, wabei das Substrat (1) mit einer 
Klebeschicbt {2; 12) auf dem Trager (3) gebalten ist. Die 
Klebeschicht weist gasonthaltende Zusatzelemente, bef- 
spielsweise Polystyrolkugein (4), auf. Diese dehnen sich 
bei Erwarmung aus, heben das Substrat an und ermoglh 
chen so e(n einfaches Losen des Substrats 11} voo dem 
Trager (3j. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung beirifft eine Anordnung mit einem 
Subscrat und einem Trager, wobei das Substrat mit einer 
Klebeschichi auf dem Trager gehalteti ist. 5 
[0002] Der Begriff "Substrar.** wird hier fur diinne Platt- 
chen verwendet^ insbesondere sind Substratscheiben ge- 
meint, die aus Halbleitermaierial besteben und mikroelek- 
tronische Schaltungsstrukturen aufweisen. Bei der Verarbei- 
tung von sole hen Substraten sind Bearfoeitungsschritte not- lo 
wendig, die eine mechanische Einwiricung auf die Substrate 
beinbalten. Dadurch beslehl die Ge^hr, dal3 das Substrat 
aufgrund der Krafteinwirkungen bricht Oder zumindest 
durch Spannungsrisse beschadigt wird. Daher wild filr die 
Bearbeitung eines Substrats dieses auf einen TYager aufge- 15 
klebt und somit die notwendige mechanische Stabilitat her- 
gestellt. 

[0003] Nach der Bearbeitung beslehl jedoch das Problem, 
das Substrat wieder von dem Trager zu losen. Aufgrund der 
besonderen Empfindhchkeit des Substrats wird dieser 20 
Schritt meist manuell ausgefiihrL Dieser manuelle Arbciis- 
sehritt ist Zeii- und somit kosrenaufwendig. 
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine verein- 
fachte Mbglichkeil anzugebcn, wie ein Substrat von cinem 
Trager gelost werden kann. 25 
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung der 
eingangs genannten Art gelost, die dadurch gekennzeichnet 
isl, daR die Klebeschichi gasenthaltende Zusatzelemente 
enthalt. AuBerdem wird die Aufgabe durch eine Anordnung 
der eingangs genannten gelost, die dadurch gekennzeichnet 30 
ist, daB die Klebeschicht zumindest teilweise aus einem sich 
bei Temperaturerhohung zersetzenden und dabei Gas ab- 
spaltenden Material hesteht. 

[0006] Durch die erfindungsgemaBen Merkmale wird er- 
reicht, dal3 sich die Verbindungsflache zwischen dem Kleber 3S 
und dem Substrat bsnv. dem IVager auf ein Minimum redu- 
ziert und sich daher die Adhasion der Klebeschicht verrin- 
gert. Das Substrat kann somil mit deutlich geringerer Haf- 
lung voni TVager ahgenommen werden. 

[D007] Die Verringerung der Verbindungsflache entsieht 40 

in der er^tgenannten Losung dadurch, daB sich die gasent- 
haUenden Zusauelemcnte bei Tcniperalorerhohung ausdeh- 
nen. 

[0008] In einer vorteilhaften Ausgeslaltung der Erfindung 
iRl die Klebeschichi deaklivierbar, d. h. bei Erwannung oder 45 
Besu-ahlung verHert sie zumindest teilweise ihre adhasiven 
Materialeigenschaflen. Weiterhin ist cs von Vorteil, wenn 
die gasenlhalLenden Zusalzeletiiente aus einem flexiblen 
Material besieben, in einer giinsligcn Ausfiihrungsform bci- 
spielsweise durch Polystyrolkugcln gebildet werden. 50 
[0009] Bei der Verwendung cincs sich bei Temperaturer- 
hohung zersetzenden und dabei gasabspaltenden Materials 
wird ebenfalls der Effekt erziell, daD sich die Verbindungs- 
flache zwischen der Klebeschicht und dem Subsu^t bzw, 
dem Trager verringert. Besonders vorteilhaft ist dabei die 55 
Verwendung einer Diazo verb indung als Bestandteil des Ma- 
terials der Klebeschicht. 

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Aus- 

fllhrungsbeispiele naher beschrieben, Es zeigt; 

[0011] Fig. 1 eine Anordnung mit einetn auf einen Tt^er 60 

aufgeklebten Substrat im kalten Zustand bei Zusatz von Po- 

iystyrolkugeln, 

[0012] Fig. 2 die Anordnung von Fig. 1 im erwarmlen Zu- 
stand, 

[0013] Fig+ 3 eine Anordnung rnit einem auf einen lY^ger 65 
aufgeklebten Substrat bei Verwendung eines sich zersetzen- 
den und dabei gasabspaltenden Materials im kalten Zustand 
und 
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[0014] Fig, 4 die Anordnung von Fig. 3 im erwarmten Zu- 
stand. 

[0015] Die Fig, 1 zeigl eine, wie auch in den anderen Fi- 
guren, schematisehe Darsteliung der erfindungsgemaBen 
Anordnung. Ein Halbleiter-Wafer 1, also das Substrat, ist 
durch eine Klebeschicht 2 auf einem Trager 3 gehalten. In 
der Klebeschicht ist eine Vielzahl von Polystyrolkugcln 4 
vorgesehen. Die wesentliche Eigenschaft bei den Poly sty- 
rolkugeln 4 ist, dafi sie einen groBen Anteil an Luft oder ei- 
nes anderen Gases enthalten, Beim Erhitzen des IVMgers 3 
dureh eine Heizung 6 oder bei Bestrahlung durch eine Be- 
strahlungseinheit 7 dehnt sich das Gas in den Kugeln 4 aus 
und hebi gemaS Fig. 2 den Halbleiter- Wafer 1 aus der Kle^ 
beschicht 2 an. Dadurch enlslehl ein Spall 5 zwischen dem 
Halbleiter-Wafer 1 und der Klebeschichi 2. Ebenfalls durch 
Hiize wird die Klebeschicht 2 dcaktivicrl, Durch dieses An- 
heben wird die Adhasion der Klebeschicht 2 erheblich ver- 
ringert, so daft der Halbleiler- Wafer 1 mit deuthch geringe- 
rer Haflung von dem Trager 3 abgenommen werden kann. 
Die Bnjchgefahr ist wesentlich reduzierl, ohne dal3 die bis- 
herigen Fertigungsmiiiel fur HaJbleiter- Wafer 1 mit unver- 
haltnismafiig groBem Aufwand geandert werden mCisscn. 
Lediglich eine Heizung oder eine Bestrahlungseinheit and 
zusMtzlich noLwendig. 

[0016] In einem zweiten AusluhrungsbeispLel ist ein 
Halbleiter-Wafer 1 ebenfalls mil einer Klebeschicht 12 auf 
cinem Trager 3 gehalten. Tn diescm Ausfuhrungsbeispiel 
enthalt die Klebeschicht 12 eine Diazoverbindung, die bei 
Zersctzung StickstoffN2 abspalteL Bei Erhitzung oder Be- 
su-ahlung der Anordnung von einer Heizeinhdt 6 oder eine 
Besirahlungsemheit 7 zersetzt sich die Diazoverbindung in 
der Klebeschichi 12 und es biiden sich Blasen 13 aus dem 
abgespaltencn StickstofTN^. 

[DDI 7] Ein zweiler Teil 14 des abgespaltencn StickstoCfs 
gast aus der Vorrichtung aus. 

[0018] Stalt einer Diazoverbindung sind auch anderc Ver- 
bindungen moglich. Eine zweite M(^glichkelt Ammo- 
niumcarbonat j das ansonsten als Backpulver bekannt is I. 
[0019] Die Erfindung ist nichl auf das Ablosen von Halh- 
leiter-Wafem beschrankt, sondem kann auf andere Anord- 
nungen angewandt werden, bei denen eine zerbrechKche 
Platte, beispielsweise eine Glas- oder Keramikplatte, von ei- 
nem TrMger, auf den sie aufgeidebt ist» abgehoben werden 
soil 

Bezugszeichen liste 

1 Substrat 

2 Klebeschicht 

3 Trager 

4 Polyslryolkugeln 

5 Spall 

6 Ileizelement 

7 Bestrahlungselemenl 

12 Klebeschicht 

13 Gasblasen 

14 Ausgaser 

Paten tanspriiche 

1. Anordnung niit einem Substrat (1) und einem Tra- 
ger (3), wobei das Substrat (1) mit einer Klebeschicht 
(2; 12) auf dem Trager gehalten 1st, dadurch gckenn- 
zeiehnet, daB die Klebeschicht (2; 12) gasenthaltende 
Zusatzelemente (4) aufweisL 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB sich die adhasive Materialeigenschaften der 
Klebeschicht (2; 12) bei Erwarmung und/Besirahlung 
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verringem. 

3. Anocdnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeieh- 
net, da(3 die gasenthaltenden Zusafzelemente (4) aus ei- 
nern flexiblen Material bestehen. 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daR die gasenthaltenden Zusatzelemenie (4) Poly- 
styrolkugeln sind. 

5. Anordnung mil einem Substrat (1) und einem Tra- 
ger (3), wobei das Substrat mil einer KLebeschicht (12) 
auf dem TVager (3) gehalten ist, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Klebeschicht (12) ^uniindesc teiLweise aus 
einem sich hei Tbmperaiurertiohung zerset?'>enden und 
dabei gasabspaltenden Material besteht. 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB das abgespaltene Gas ein inertes Gas ist. 

7. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB das sich zereetzende Material in dcr Klebe- 
schicht (12) eine Diazoverbindung isl. 
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